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1. 폴리아미드의 내열특성

폴리아미드 수지는 고온의 공기 중에서 장시간 방치하면 산화하여 고분자 chain이 끊어지는 열노

화 현상이 발생되어 물성과 외관이 저하된다. 그 정도는 온도, 시간, 성형품 두께에 따라 다르다. 

일반적으로 폴리아미드 수지의 내열특성은 산화방지제, 내열안정제 등을 적용하여 개선이 가능하

다. 

2. KEPAMID 내열 제품
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3. KEPAMID 66 비강화 제품의 내열특성

KEPAMID PA66 비강화 제품인 일반 이형 grade와 내열 이형 grade의 130℃에서의 내열특성을 그

림 1에 나타내었다. 일반 이형 grade 대비 내열 이형 grade의 인장강도 유지율이 극히 높음을 알 

수 있다. 

그림 1. KEPAMID 일반 및 내열 이형 grade의 내열특성 
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4. KEPAMID PA66 G/F 25% 강화 내열 grade의 내열특성

KEPAMID PA66 glass fiber 25% 강화 내열 grade(2325GFH)의 190℃에서의 내열특성을 그림 2에 

나타내었다.  

그림 2. KEPAMID 2325GFH(G/F 25% 강화 내열 Grade)의 내열특성 

5. KEPAMID PA66 G/F 30% 강화 내열 Grade의 내열특성

KEPAMID PA66 G/F 30% 강화 내열 grade(2330GFH)의 150℃(UL spec. oven)에서의 내열특성을 그

림 3에 나타내었다. KEPAMID 2330GFH는 KEPAMID PA66 G/F 30% 강화 일반 grade인 2330GF 대

비 우수한 인장강도 유지율을 가지고 있음을 알 수 있다. 

그림 3. KEPAMID 2330GFH(G/F 30% 강화 내열 Grade)의 내열특성(150℃) 
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KEPAMID PA66 G/F 30% 강화 내열 grade(2330GFH)의 190℃(UL spec. oven)에서의 내열특성을 그

림 3에 나타내었다. KEPAMID 2330GFH는 KEPAMID PA66 G/F 30% 강화 일반 grade인 2330GF 대

비 우수한 인장강도 유지율을 가지고 있음을 알 수 있다. 

그림 4. KEPAMID 2330GFH(G/F 30% 강화 내열 Grade)의 내열특성(190℃) 



Disclaimer: 1. 상기 자료는 본 제품에 대해 당사의 현재 기술 수준에서 측정된 것이며, 측정 방법 및 조건에 따라 

 변경될 수 있습니다. 본 제품에 고객에 의해 안료 및 기타 첨가제가 사용된 경우 상기 자료는 적용되지 않습니다.  

 본 제품은 (치)의학 Implants 용으로는 적합하지 않으며, 고객은 안전 및 보건 기준에 따라 본 제품을 사용해야 합니다. 

 제품 사용의 결정 및 책임은 고객에게 있으며, 상기 자료는 법적 소송 및 근거자료로 활용될 수 없습니다.  

2. 상기 성형수축률은 당사 시험편 금형을 이용하여 특정 사출조건에 한하여 측정된 수치이므로, 측정조건에 따라 다소

 변동될 수 있습니다. 귀사에서 제작하고자 하는 금형의 경우 두께, 디자인, 사출기, 사출조건 등이 당사 시험편 금형과 

 상이하여 상기 수축률과 차이가 있을 수 있으므로, 귀사의 설계조건, 사출성형조건 등을 충분히 검토하신 후 필요 시  

 보정하여 적용하시기 바랍니다. 제작하고자 하는 금형과의 수축률 차이가 발생할 경우 당사에서는 어떠한 법적  

 책임도 질 수 없으며, 모든 책임은 귀사에 있음을 분명히 밝혀 드립니다. 




